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本项目已获得发明专利117项、实用新型专利445项、发表相关核心论文12篇，相关产品已成功在长电、华天、通富微电、杭州芯云、MPS、士兰微、盛合晶微等国内外一流集成电路厂商中实现量产应用，2022-2024年间实现新增销售收入31.59亿元，产品性能与使用效果获得客户一致好评，打破国外垄断，加速了国产高端集成电路测试设备国产化替代进程。经审查，项目申报材料属实，同意推荐。
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